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联电深耕28nm，成熟工艺产能供不应求

2021安全型MCU优秀（产品）解决方案
恩智浦半导体：LPC55S69通用微控制器

2021智能汽车MCU优秀（产品）解决方案
瑞萨电子：RH850U2A微控制器

2021智能家居MCU优秀（产品）解决方案
Silicon Labs：EFM32PG22微控制器

2021安全型MCU优秀（产品）解决方案
Silicon Labs：EFR32xG21无线SoC

2021高可靠型MCU优秀（工艺）解决方案
华虹宏力：90纳米NORD-Flash闪存工艺

2021智能制造MCU优秀（产品）解决方案
瑞萨电子：RX72M微控制器

RX72MU 内置了丰富的模拟
电路，如多达 20 多通道的 12 位
ADC，3路独立的采样保持电路、运
放、PWM定时器，以及24bit Delta
Sigma ADC 等适配马达电机驱动
控制的功能。另外RX72M集成了
两端口独立的EtherCAT从桟控制
器，能简易快速开发或升级符合工

业以太网协议的各种不同应用，
为工业以太网通信以及电机驱动
一体化提供完整的解决方案。主
要应用市场包括总线型增量伺服
电机或步进电机、PLC 远传输入
输出模块、工业以太网总线型通
用变频器、紧凑型的工业机器手
臂等。

点评：RX72M 是瑞萨电子针
对工业以太网应用设计开发的新
一代高性能、高性价比 MCU。在
240MHz主频下，RX72M可以达到
1416 CoreMark 跑分，为高速的电
流环控制提供了性能保障，适用于
对处理器性能高、实时性要求强以
及工业以太网通信等应用。

作为 LPC5500 系列中目前功
能最全的产品，LPC55S69 集成了
主 频 达 到 150MHz 的 双 核 Cor-
tex-M33内核，且集成了专门用于
数字信号处理的 DSP 加速引擎。
采 用 40nm NVM 工 艺 ，是 目 前
NXP MCU中能耗表现最好的系
列产品，其平均动态功耗做到了
32μA/MHz。 基 于 Cortex-M33

内核，支持TrustZone，为客户提供
可 靠 的 安 全 特 性 。 双 核 Cor-
tex-M33且集成数字信号处理器，
数字信号处理能力提升 10 倍有
余。具有丰富而可扩展的软硬件
生态支持，加速用户开发进程。

点评：随着网络设备指数级增
长与智能化延伸，物联网领域的

“物-物”通信已经逐渐成为常态，

这对信息数据安全提出更高要求。
LPC55S69不仅性能强大，是世界上
首款开创性采用Cortex-M33双核
MCU，而 且 集 成 了 TrsutZone、
SRAM PUF、PRINCE、CASPER、
安全启动等众多的安全特性，十分
适用于电子门锁、智能电表、远程监
控等对安全功能具有较高要求的
数字安全和物联网应用当中。

EFR32xG21无线SoC搭载Se-
cure Vault，可帮助联网设备制造商
应对不断升级、不断发展的物联网
安全威胁和监管压力。Secure Vault
包括安全内核以及ROM、RAM和
Flash，其中包含核心加密算法和真
随机数发生器功能、安全密钥管理

与存储和物理篡改保护功能，对可
扩展的本地和远程软件攻击进行
防护，抵御本地硬件攻击。通过独
立的第三方实验室测试，可有效防
止尝试使用精密的设备在特定时
间内侵犯安全功能的行为。

点评：随着对物联网应用的攻

击不断增加且变得越来越复杂，为
设备提供芯片级保护显得至关重
要。Silicon Labs获得PSA 3级认证。
EFR32xG21兼具Secure Vault物联
网安全解决方案，可以提供经过验
证的PSA信任根，大幅降低物联网
生态系统安全漏洞所带来的风险。

RH850U2A 是 瑞 萨 针 对 汽
车 电 子 领 域 新 的 E/E 架 构 下
域 控 制 器 以 及 域 融 合的应用
方向而开发的一款车规级 MCU
产品。

该产品采用28nm Flash工艺，
具有超低功耗，并且集成了千兆以

太网 16 路 CAN-FD、Flexray 等车
用通信接口，以及多种传感器接
口。该产品开发工具支持 AU-
TOSAR、功能安全 ASIL D、信息
安全 Evita Full 的标准，用户可进
行平台化的应用开发。

点评：RH850U2A开发环境简

便、易于上手，该系列产品规划的
各个子产品非常齐全，开发一个平
台即可以应对多个车厂复杂的需
求。RH850U2A 可以在车身域控
制器、底盘域控制器、ADAS、区域
控制器等新一代 E/E 架构下的应
用中广泛使用。

EFM32PG22 采用 Arm Cor-
tex-M33内核，主频76.8MHz，具有
64k/128k/256k/512k 闪 存 和 32k
RAM，采用紧凑型封装：5mm×
5mmQFN40（26GPIO）或 4mm ×
4mm QFN32（18GPIO），集成多种
外设，如16位ADC、PDM、内置睡
眠 晶 体 和 温 度 传 感 器 等 。

EFM32PG22 具备超低功耗性能，
运行模式下能耗为 27μA/MHz，
EM2 低 功 耗 模 式 下 为 1.1μA
（带 有 8k RAM 保 持），也 具 有
优 秀 的 设 备 安 全 性 能 ，具 有 信
任根和安全加载程序（RTSL）的
安全启动。

点评：EFM32PG22 微控制器

是一款低成本、高性能的解决方
案，拥有业界领先的低功耗、性能
及安全性。凭借易于使用且高精
度的模拟功能，EFM32PG22 适合
于快速开发尺寸受限且对低功耗
运行有严苛要求的消费和工业应
用，可以为物联网智能家居设备开
发提供理想的解决方案。

采 用 华 虹 宏 力 90 纳 米
NORD-Flash 闪存工艺生产的闪
存单元采用共享式选择栅方式，
大幅缩小了单元面积。采用自对
准 工 艺 ，光 刻 层 数 仅 为 25 层
（4M）。可微缩性高，已开发0.065
平 方 微 米 、0.042 平 方 微 米

NORD-Flash 闪存，正在开发下一
代0.02X平 方 微 米 NORD-Flash
闪存单元。NORD-Flash闪存 IP
性 能 优 异 ，可 靠 性 高 ，满 足
AEC-Q100 Grade1 要求。

点评：华虹宏力嵌入式非易失
性存储器制造工艺技术始终保持

着业界领先地位。目前已有多个
客户、多款产品基于华虹宏力的
90 纳米 NORD-Flash 闪存工艺实
现大批量生产，推动了热门应用
的快速发展。产品广泛应用于消
费电子、物联网、工业控制、汽车电
子等领域。

如今，全球缺芯已经成为老生
常谈的话题，至于何时才能真正解决
缺芯问题，抑或缺芯是否将成为常
态，各位业内大咖的看法各不相同。
晶圆代工厂的产能提升是解决全球
缺芯最直接且最有效的方法之一，因
此，各大晶圆代工厂各显神通扩大产
能。但目前出现短缺的芯片，很大部
分并非采用14nm或以下的先进工
艺，真正有助于解决缺芯问题的还是
成熟制程。

成熟制程

需求依旧强劲

成熟制程具有工艺稳定、成品
率高、成本低廉、应用面广等优势，
像显示驱动 IC、模拟芯片、MCU、
电源管理芯片、存储芯片、物联网连
接IC、Wi-Fi 6等应用最多的都是
28 纳米制程芯片，这也导致 28nm
成为全球需求最多的芯片制程，各
大晶圆代工厂都在扩产。有专家指
出，从芯片制造工艺发展的角度来
看，目前 40nm 及以上芯片的市场
占有率仍然很高，但技术还会继续
向更低制程进发，也就是说，28nm
在很长一段时间内都会保持一定的
需求量。

联 电 是 全 球 首 家 宣 布 放 弃
10nm及更先进制程工艺的晶圆代
工厂，转而重点发展成熟特殊工艺。
作为全球第三大晶圆代工厂，联电
占据全球7.3%的市场份额，现共有
12座晶圆厂，月产能总计约80万片
8 英寸约当晶圆，28 纳米工艺就是
联电重点深耕的市场。

而联电专注 5G/Auto/AIoT 市
场的策略，提升了它在全球特殊制
程晶圆代工领域的领导地位。联电
2021年第三季度财报显示，其合并
营收为新台币559.1亿元（约合128
亿元），较上季度的新台币509.1亿
元（约合116.6亿元）增长9.8%，毛利
率为36.8％，产能利用率达到100%。
其中22/28纳米晶圆营收占比19%，
也是联电所有制程中占比最高的，
据相关机构统计，联电在全球28纳
米制程的市场占有率已经达到13%。

晶圆代工大厂联电共同总经理

王石表示：“在第三季度，我们持续感
受到计算机、消费产品和通信终端领
域的强劲需求。来自28纳米制程的
营收持续成长，而在22纳米产品的
设计定案上，来自无线通信、显示器
和物联网产品的需求也在逐渐增加，
进一步丰富了我们的产品线。”

22/28纳米

多元化发展辟蹊径

近期，市场对 LCD 驱动芯片、
OLED 驱动芯片需求量很大，多数
采用的是80nm、40nm工艺，而联电
28nm高压制程是晶圆代工业界第
一个领先开发并量产的OLED驱动
IC，在28nm高压制程这一领域，联
电具有领先优势。目前联电的各项
产能已经满载，是各大面板厂商争
抢的对象。

近日，有消息称，联电的新技术
22nm高压制程因应客户需求正在开
发中，与原先的28nm高介电系数/金
属栅极制程相较，优势在于缩减10%
芯片面积、拥有更佳功率效能比及强
化射频性能等特点，从原先可支持的
1.8V／3.3V／5V／8V 提 高 至 最 大
10V／18V。为客户提供芯片面积更
小、效能更高、耗电量更低的芯片。

据了解，联电大概率将与具有
搭载22nm高压制程能力的三星合
作开发，这样三星就可以在新产品
上搭载22nm高压制程的OLED驱
动IC（OLED DDI）了。三星是全球
最大OLED面板供应商，此前所供
应的面板都是采用自研的关键驱动
IC。如果联电与三星合作，联电将为
三星最新的OLED驱动IC代工。而

三星是苹果iPhone最大的OLED面
板供应商，这对联电来说，有望进一
步扩大市场。据悉，联电最快将于明
年首季开始试产验证，初期产能数
千片，之后逐步放大至数万片。

持续加大

中国大陆市场供货能力

联芯集成也是联电深耕 28 纳
米工艺，同时积极扎根中国大陆市
场的一大助力。自2014年年底开始
筹建以来，2016年第四季度起联芯
集成进入量产，同期开始，40 纳米
通信芯片试产，短短数周良率高达
95%以上，与母公司联电相当。一年
后，28 纳米正式量产，2018 年 3 月
28纳米HKMG工艺试产成功，良率
高达 98%。2020 年 1 月它成为首家
获得 ISO15408-EAL6 之本土芯片
代工企业。目前联芯能同时提供28
纳米POLYSION和HKMG工艺技
术，且良率高达95%以上，成为了中
国大陆28纳米良率最高的12英寸
晶圆厂。联芯当前的产能仍保持
100%满载，月产能达到2.5万片，其
中，联芯将进一步提升28纳米产能
比例，并进行28纳米及22纳米特色
工艺研发，以满足中国大陆市场需
求，实现差异化发展。

本次缺芯潮来临，厦门当地IC
设计公司也面临产能不足的挑战。
联芯集成发挥本地化优势，为星宸、
凌阳华芯、铨芯、优讯、天德钰、华大
北斗、集睿致远、昇显微等大量厦门
本地用户提供高效快捷的服务，由
于贴近市场，更大范围地满足了更
多本地IC设计业者的需求。

恩智浦半导体：

利用边缘计算打造更安全、更低碳的智能世界
本报记者 许子皓

本报记者 沈丛

到 2025 年，世界将有超过 500
亿个包括可穿戴设备、机器、智能手
机、家用电器等在内的边缘设备，它
们将构成智能世界的基础，让我们
的日常工作实现自动化，其中的赋
能技术——边缘计算逐渐成为主
流。有观点认为，2020年到2030年
是边缘计算从兴起到繁荣的关键
10 年。恩智浦半导体大中华区市
场及销售副总裁钱志军在采访中表
示，作为边缘计算领域的主要企业
之一，恩智浦的产品无处不在，将打
造更安全也更低碳的智能世界。

边缘计算兴起

催生多款软硬件平台

如今，随着应用场景和数据量
的激增，全球边缘计算产业蓬勃兴
起，这为芯片企业带来无尽的商机。
CCID 数据显示，2020 年边缘计算
市场规模达 199.4 亿元，同比增长
62.2%。钱志军介绍，边缘计算的利
用对于整个生态系统的搭建主要有
三点优势：数据的处理更加安全、及
时；上传到云端的任务量减少，从而
降低了对云的依赖性和功耗；网络
的负载、复杂程度、成本等下降。

基于边缘计算的种种优势，恩
智浦推出了 EdgeVerseTM 边缘计算
平台，包括低端MCU、i.MX RT系
列跨界处理器、高性能应用处理器，
以及高端网络微处理器等；同时涵
盖具有各种连接功能的蓝牙、Zig-
bee、Wi-Fi等一体化的MCU产品，
基本形成了对边缘计算主要芯片领
域的全覆盖。恩智浦用于边缘处理
的硬件产品具有高性能、低功耗、内
置安全性的特点，为一个可预测的
和自动化的世界提供硬件基础。

为打造完整的智能互联解决方
案，恩智浦在开发 MCU 处理器等
硬件平台的同时，还提供相应的软
件产品进行匹配。恩智浦认为，软
件需要给客户提供易上手、开发简
便、降低成本的一系列解决方案，从
而实现软件的优化赋能。以边缘
AI 为例，恩智浦推出 eIQ（边缘智

能）机器学习软件开发环境，达到了
工业级、车规级的可靠性、安全性和
寿命要求，能够提供一套全面的工
作流程工具、推理引擎、神经网络
（NN）编译器，以及经过优化的库
和技术，帮助用户简化工作并加快
机器学习开发。据了解，恩智浦
eIQ机器学习软件于2018年推出，
目前可支持系统级应用及机器学习
算法，适用于恩智浦i.MX系列，包
括低功耗 i.MX RT 跨界 MCU，以
及 基 于 Arm Cortex-M 和 Cor-
tex-A 内核的多核 i.MX 8 和 i.MX
8M应用处理器。

提高安全标准、优化能源效率

打造差异化竞争力

如今，随着边缘计算日益火爆，
市场竞争也变得十分激烈，打造差
异化竞争力成为了制胜的关键。钱
志军表示，未来技术发展的大方向
是大健康、智慧社会和绿色低碳等
几个维度。因此，恩智浦推出了
EdgeLock 安 全 平 台 以 及 Energy
Flex 架构，前者能够有效提升产品
安全标准，后者致力于优化产品的
能源效率。

恩智浦通过 EdgeLock 平台为
物联网边缘设备提供智能保护，防
范攻击和威胁。随着物联网的发
展，人们愈发认识到网络安全的重
要性，作为一家在安全领域久负盛
名的半导体供应商，恩智浦持续提
升芯片的安全标准。据了解，恩智浦
的EdgeLock平台能够将加强型的安

全 IP 嵌入 SoC 架构中，使 MCU/
MPU在保证软件加密功能的基础上
具有一个硬件加密区，从而使恩智浦
的产品实现更高的安全等级要求，
甚至达到金融加密的等级。恩智
浦的安全核里具有更高阶、更优秀
的芯片级的信任配置，赋能更多、
更安全的物联网互联互通应用。

低碳生活和绿色能源是如今互
联网发展的重点方向，以往的“智慧
家庭”“智慧生活”“智慧社会”模式，
已经转变为如今的“绿色智能家居”
和“绿色智慧生活”模式。恩智浦认
为，如果客户可以按照应用场景管
理设备，在不同的算力和不同的应
用场景下控制功耗，那么就能有效
减少能源的浪费。基于这样的思
考，恩智浦的Energy Flex架构提供
了一种高效边缘计算解决方案，它
是一种“异构并行处理+分级细粒
度电源划分与管理”的高效边缘计
算解决方案，为边缘AI产品提供了
广泛的电源选项，可针对终端应用
进行定制，增强电子电气系统集成、
性能、功能和能源管理。基于En-
ergy Flex 架构，可以消除 90%以上
的能源浪费，恩智浦以领先技术和
切实行动助力中国“碳中和、碳达
峰”战略。

据悉，恩智浦最新发布的 i.
MX 9 系列处理器，便是采用了恩
智浦创新的Energy Flex架构，能够
有效帮助客户优化能源效率，减少
碳排放，并延长电池使用寿命，给客
户带来更优质的服务体验，为智能
边缘带来先进的性能效率、安全性
和可扩展性。


